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BASIC-ABSTRACT: 

The apparatus includes a desoldering bath (3) which can be heated to the 
soldering temp. A transport system (2) moves the circuit boards (1 ), and a 
component conveyor (6) removes the components. 

The transport system submerges the circuit boards up to their upper edges in to 
the desoldering bath until the solder connections melt, and then removes the 
circuit boards. The component conveyor is arranged in the direction of gravity 
below the submerged circuit boards, and removes the desoldered surface mount 
devices (5) which have fallen from the circuit boards, from the desoldering 
bath. 

USE/ADVANTAGE - Removes SMDs from PCBs automatically, quickly and without 
damage. 

ABSTRACTED-PUB-NO: DE4241412C 
EQUIVALENT-ABSTRACTS: 

Equipment for removing surface mounted components (SMDs) from circuit boards 
the solder sites of the contacts of an SMD are liquified by a desoldering 
medium. A trap is arranged in the direction of gravity below the circuit 
board. 

The desoldering medium is a desoldering bath (3). The circuit boards (1 ) are 
submerged by a transport system (2) in the desoldering bath until the solder 
connection melts and are then removed from the bath. The trap is a component 
conveyor (6) which removes the desoldered components from the desoldering bath. 

ADVANTAGE - Removes SMDs from circuit boards automatically, quickly and without 
damage so that if necessary they can be removed. 
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Prufungsantrag gem. § 44 PatG ist gestellt 

@ Aniage sowie Verfahren zur stmultanen Entfernung oberflachenmontierter Bauelemente 

@ Es wird vorgeschlagen, eine Aniago zur simuttanen Entfer- 
nung oberflfichenmontierter Bauelemente (SMDs) (5) von 
Lelterplatten (1) mit einem mindestens auf Ldttemperatur 
erhltzten Entldtbad (3). einem Transportsystem (2) zur 
Bewegung der Laiterplatten (1) und einem Bauelementefor- 
derer (6) aufzubauen, wobal das Transportsystem (2) so 
eingesteilt ist, daZ die Lelterplatten (1) bis zu ihrer Oberkan- 
te in das Entldtbad (3) in zeitlicher Hinsicht bis zum 
Schmelzan der Lotverbindungen eingetaucht und daraufhin 
entnommen warden, und der Bauelementefdrderer (6) in 
Richtung der Schwerkraft unterhalb der eingetauchten Lei- 
terplatte (1) angeordnet und die entloteten und von der 
Leiterplatte (1) abgefallenen oberflachenmontierten Bauele- 
mente (5) aus dem Entldtbad (3) entfernt. 
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Die foigenden Angaben aind den vom Anmelder eingereichten Unterlagon entnommen 
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Beschreibung 
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Die Erfindung bezieht sich auf eine Anlage sowie ein 
Verfahren zur simultancn Entfernung oberfiachenmon- 
tierter Bauelemente (SMDs) von Leiterplatten. 

Die heute (iblichen Verfahren zum Entsorgen von de- 
fekten oder aus veralteten Geraten stammenden be- 
sttickten Leiterplatten sind das Deponieren und das 
Verbrennen, Auf ihnen sind jedoch zum groBen Teil 
noch funktionstQchtige Bauelemente enthaltcn, die wie- 
derverwendbar wftren. In neueren Geraten kommen in 
verstarktem MaBe oberfiachenmontierte Bauelemente, 
die besonders wertvolle Spcicher-, Prozessor- oder Lei- 
stungselemente enthalten» zum Einsatz, Ein manuelles 
Entfcrnen dieser auch als SMDs (Surface Mounted De- 
vices) bezeichneten Bauelemente von der Leiterplatte 
ist wegen der hohen Arbeitskosten nicht wirtschafdich, 
wahrend eine Anlagc, die die oberflachenmontierten 
Bauelemente selbsttatig, schnell und ohne Beschadigun- 
gen entfernt, bisher nicht bekannt ist 

Hiervon ausgehend liegt der Erfindung das Problem 
zugrundei oberfiachenmontierte Bauelemente von Lei- 
terplatten selbsttatig, schnell und ohne Beschadigungen 
zu entfernen, 

ErfindungsgemaB wird diese Aufgabe gelOst durch 
ein mindestens auf L6ttemperatur erhitztes Entl6tbad. 
ein Transportsystem zur Bewegung der Leiterplatten 
und einen Bauelementefdrderer, wobei das Transport- 
system so eingestellt ist, daB die Leiterplatten bis zu 
ihrer Oberkante in das EntlOtbad in zeitlicher Hinsicht 
bis zum Schmelzen der L6tverbindungen eingetaucht 
und daraufhin entnommen wcrden, und der Bauelemen- 
tefdrderer in Richtung der Schwerkraft unterhalb der 
cingctauchten Leiterplatte angeordnet und die entlfite- 
ten und von der Leiterplatte abgefallenen oberflachen- 
montierten Bauelemente aus dem Entl6tbad entfernt 

Der Kerngedanke der Erfindung besteht darin, die 
Ldtstellen samtlicher oberflachenbestiickter Bauele- 
mente in einem Entidtbad simultan zu verflflssigen, die 
Schwerkraft zur Trennung der Bauelemente von der 
Leiterplatte auszunutzen und die Bauelemente durch 
einen geeigneten POrderer aus dem Entldtbad zu entf er- 
nen* Dazu sind die Leiterplatten mit einem Transportsy- 
stem verbunden, das sie in das wenigstens auf LOttem- 
peratur erhitzte Entldtbad einbringt imd nach einem fflr 
das Schmelzen der L6tverbindungen erforderlichen 
Zeitintervail daraus entnimmt Da die oberflachenmon- 
tierten. Bauelemente im allgemeinen nur durch die L5t- 
verbindungen an der Leiterplatte befestigt sind, reicht 
gewGhnlich die Schwerkraft aus, die Bauelemente von 
der Leiterplatte zu trennen. Da die oberflachenmontier- 
ten Bauelemente bei ihrer Montage mit einem L6t- 
schwall eingcl^tet werden und sich dabei kurzzeitig in 
ihm befinden, sind sie im Gegensatz zu den herkdmmli- 
chen, bcdrahteten Bauelementen fflr ein langeres Ver- 
weilen bei den fOr den Ldtvorgang erforderlichen Tem- 
peraturen ausgelegt, so daB eine thermische Schadigung 
dieser Bauelemente nicht zu befQrchten ist Zur voU- 
standigen VerflQssigung samdicher Ldtstellen sind die 
Leiterplatten bis zu ihrer Oberkante in das Entldtbad 
einzutauchen. Etwa vorhandene bedrahtete Bauelemen- 
te verbleiben wegen der durch ihre Anschlufldrahte auf 
die Leiterplatte wirkenden Krafte festgelegt und kdn- 
nen auf gceignete, hier nicht beschriebene Weise eben- 
falls von der Platine entfernt und wiederverwendet wer- 
den. 

Die Vorteile der Erfindung bestehcn darin, daB samt- 
liche oberflachenmontierten Bauelemente von einer 



Leiterplatte schnell ohne thermische oder mechanische 
Beschadigung simultan entfernbar und somit preisgOn- 
stig einer Wiederverwendung sind, und daB die Leiter- 
platte einer Recyclierung zufQhrbar sind. AuBerdem er- 
5 mOglicht die Erfindung ein kontinuierliches, zeitsparen- 
des EntstQcken einer groBen Anzahl von Leiterplatten. 

In der konkreten baulichen Realisierung bestehen im 
Rahmen der Erfindung verschiedene M6glichkeiten. So 
ist cine bevorzugte Ausfflhrungsform der Erfindung, die 
10 sich durch eine besonders sichere Entfernung der ober- 
flachenmontierten Bauelemente auszeichnet, dadurch 
gekennzeichnet, daB die Leiterplatten durch das Trans- 
portsystem mit der mit oberflachenmontierten Bauele- 
menten bestOckten Seite nach unten naherungsweise 
15 tangential zur Oberflache des Entlfitbades eingefOhrt 
werden. Durch die horizontale Anordnung der Leiter- 
platte vermeidet man oberflachenparallele Komponen- 
ten der Gravitadonskraft, die ein L6sen der Bauelemen- 
te von der Platine erschweren. 
20 Zur weiteren Erleichterung des Ldsens der oberfla- 
chenmontierten Bauelemente bietet sich ein schrittwel- 
se arbeitender Antrieb des Transportsystems an, da die 
auf die L6tverbindung wirkenden Krafte beim Abstop- 
pen und Beschleunigen ihre Abldsung begUnstigen, Al- 
25 temativ bzw. zusatzlich ist das Transportsystem mit ei- 
ner Rflttelvorrichtung versehbar. 

Einer sicheren Entfernung insbesondere angeklebter 
oberfiachenmontierter Bauelemente ist eine Beschal- 
lung der Leiterplatte mittels ernes im Entldtbad ange- 
30 ordneten Ultraschallsenders fdrderlich. 

Als Bauelementefdrderer bieten sich hinianglich be- 
kannte und geeignete Schwmg- und/oder Rollenund/ 
Oder Schnecken- und/oder Ketten- und/oder Bandfdr- 
derer an, die die cntldteten Bauelemente mdgiichst 
35 schnell aus dem Enddtbadentfemen. 

Als Entldtbad sind unbrennbare, ungiftige Stoffe. wie 
Glycerin, Paraffindl, Spezialdl oder Ldtzinn zweckma- 
Big. 

SoUtc die Leiterplatte beidseitig mit oberfiachenmon- 
40 tierten Bauelementen bestflckt sein, empfiehlt sich, zu- 
nachst die Ldtseite, d. h. die einer Bestackungsseite der 
mdglicherweise vorhandenen bedrahteten Bauelemente 
gegeniiberliegende Seite nach unten in das Entldtbad 
einzufflhren, nach dem Entfemen der Bauelemente und 
45 dem Entnehmen die Leiterplatte umzudrehen und zum 
Entfemen der Qbrigen oberflachenmontierten Bauele- 
mente wiederum in das Ldtbad einzufuhren, so daB im 
Ergebnis alle oberflachenbestfickten Bauelemente ent- 
fernt sind 

50 Die Wiederverwendung der Bauelemente setzt eine 
Reinigung, Sortierung und Funktionsaberprtifung vor- 
aus. 

Da die Reinigung nach konventionellen Methoden 
erfolgen kann, wu^ auf ihre nahere Darstellung hier 
55 verzichtet Zur Sortierung der Bauelemente bietet sich 
die Verwendung eines Bildverarbeitungssystems an, das 
mittels optischer Sensoren die Typen der Bauelemente 
erkennt und eine Sortiervorrichtung steuert, was in ei- 
nem nicht unerheblichen Preisvorteil gcgenUber einer 
60 manuellen Sortierung resulticrt Vor einer Wiederver- 
wendung sind die Bauelemente auf Funktion zu iiber- 
prQfen. 

Weitere Einzelheiten, Merkmale und Vorteile der Er- 
findung lassen sich dem nachfolgenden Beschreibungs- 
65 teil entnehmen, in dem anhand der Zeichnung em Aus- 
fUhrungsbeispiel der Erfindung naher eriautert wird. 

Sie zeigt in prinzipienhafter Darstellung einen Schnitt 
durch eine Anlage zur simuitanen Entfernung oberfia- 
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chenmontierter Bauelemente von Leiterplattea 

In einer Wanne (4) befindet sich ein auf Lottempera- 
tur erhitztes Bad (3). Ein Transportsystem (2) fuhrt die 
bestttckte Leiterplatte (t) in das Entlatbad (3), wobei die 
Seite mit oberfiachenbesttickten Bauelementen (5) nach 5 
unten gerichtet und tangential zur EntlOtbadoberfiacfae 
orientiert ist und auch die Leiterplattenoberkante mit 
dem Entl6tbad (3) in Bertihrung kommt Durch die Tem- 
peratur des Entldtbades (3) erweichen die L6tverbin* 
dungen, die oberfi^chenmontierten Bauelemente (5) Id- 10 
sen sich mangels anderer Fixlerungen durch die Gravi- 
tationskraft von der Leiterplatte (1) ab und fallen auf 
den sie aus dem Entldtbad (3) entfemenden Bauelemen- 
tefdrderer (6), der im dargestellten Beispiel als Bandfor- 
derer ausgefUhrt ist Das L6tzinn der Ldtverbindungen 15 
failt gr5Btenteils auf den Boden der Wanne (4) und ist 
von dort entfern- und recyclierbar. 

Die auf der BestUckungsseite der Leiterplatte (1) be- 
findlichen bedrahteten Bauelemente (7) werden insbe- 
sondere in der dargestellten Anlage durch die beim Ent- 20 
l5tvorgang auftretenden Temperaturen nicht bescha- 
digt und kOnnen auf geeignete Weise ebenfalls von der 
Platine entfemt und wiederverwendet werden. 

Patentansprtiche 25 

1. Anlage zur simultanen Entfemung oberfldchen- 
montlerter Bauelemente (SMDs) von Leiterplatten, 
gekeimzeichnet durch ein mindestens auf Lottem- 
peratur erhitztes EntlOtbad (3), ein Transportsy- 30 
stem (2) zur Bewegung der Leiterplatten (1) und 
einen Bauelementef5rderer (6), wobei das Trans- 
portsystem (2) so eingestellt ist. daB die Leiterplat- 
ten (1) bis zu ihrer Oberkante in das Entldtbad (3) in 
zeitlicher Hinsicht bis zum Schmelzen der Ldtver- 35 
bindungen eingetaucht und daraufhin entnommen 
werden, und der Bauelementefdrderer (6) in Rich- 
tung der Schwerkraft unterhalb der eingetauchten 
Leiterplatte (I) angeordnet und die entI6teten und 
von der Leiterplatte (1) abgefallenen oberflachen- 40 
montierten Bauelemente (5) aus dem Entldtbad (3) 
entfemt. 

Z Anlage nach Anspruch 1, dadurch gekennzeich- 
net, da3 das Transportsystem (2) die Leiterplatten 
(1) mit der mi den oberfl&chenmontierten Bauele- 45 
menten (5) bestdckten Seite nach unten naherungs- 
weise tangential zur Oberfliche des Entldtbades (3) 
eintaucht 

3. Anlage nach Anspruch 1 oder 2, dadurch gekenn- 
zeichnet, daB das Transportsystem (2) mit einem 50 
schrittweise arbeitenden Antrieb und/oder einer 
Rtitteivorrichtung versehen ist 

4. Anlage nach einem der Ansprtiche 1 bis 3, da- 
durch gekennzeichnet, daB das Entldtbad (3) mit 
einem Ultraschall-Sender versehen ist 55 

5. Anlage nach einem der AnsprUche 1 bis 4, ge- 
kennzeichnet durch einen Schwing- und/oder Rol- 
lenund/oder Schnecken- und/oder Band- und/oder 
Kettenfdrderer als Bauelementefdrderer (6). 

6. Anlage nach einem der Ansprfiche 1 bis 5, ge- eo 
kennzeichnet durch Glycerin und/oder Paraffindl 
und/oder Spezialdl und/oder Ldtzinn als Entldtbad 
(3) 7. Verfahren zur simultanen Entfemung beidsei- 
tig oberflachenmontierter Bauelemente (SMDs) 
von Leiterplatten unter Verwendung einer Anlage 65 
nach einem der Ansprilche 2 bis 6, dadurch gekenn- 
zeichnet, daB beide Bestackungsseiten der Leiter- 
platten (1) nacheinander nach unten in das Entldt- 
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bad (3) getaucht werden. 

8. Verfahren nach Anspmch 7 oder zur simultanen 
Entfemung oberflSchenmontierter Bauelemente 
von Leiterplatten unter Verwendung einer Anlage 
nach einem der AnsprOche 1 bis 6, d^urch gekenn- 
zeichnet, dafi die entldteten Bauelemente (5) gerei- 
nigt, sortiert und auf Funktion gepruft werden. 

9. Verfahren nach Anspmch 8, dadurch gekenn- 
zeichnet, dafi ein Bildverarbeitungssystem mittcls 
optischer Sensoren die Typen der Bauelemente (5) 
erkennt und eine Sortiervorrichtung steuert 
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